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11月5日は国連が定めた「世界津波の日」です。
世界津波の日が11月5日である理由は、「稲むらの火」の故事にちなんでいま
す。1854年11月5日、安政南海地震による大津波が現在の和歌山県広川町を
襲いました。その際、村長の濱口梧陵は津波の襲来にいち早く気づき、自分の
田んぼの稲むらに火をつけて村人を高台に導き多くの命を救いました。
世界津波の日はこの濱口梧陵の行動をたたえ11月5日と定められました。
2015年12月の国連総会において、日本をはじめとする142カ国の共同提案に
より、毎年11月5日を「世界津波の日」とする決議が採択されました。
日本では東日本大震災が発生した2011年に「津波対策の推進に関する法律」
を制定し、11月5日を「津波防災の日」としています。
世界津波の日は、津波の脅威と防災の重要性を世界に伝えるための重要な日で
す。この日をきっかけに、自分自身や大切な人の命を守るための行動を改めて
考えてみましょう。
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■技術関連情報■
チップレット
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「チップレット」とは、これまで1チップに集積した大規模な回路を複数の小
さなチップに分けて製造し、「インターポーザ」と呼ぶチップレット間をつ
なぐ基板上に乗せて大規模化して1パッケージに収める技術のことです。
１つの大規模な集積回路を製造する場合、どうしても製造条件のばらつき、
不良の原因となる不純物やゴミの混入といったリスクが増えます。
製造するチップの面積が大きいほど、不良が生まれる確率は高くなり、一部に
不具合が生じても全体が不良品となり、結果として歩留まりの悪化につなが
ってしまいます。
個別のウエハで作ったチップレットの中から良品を選別し、チップレットを
組み合わせて１つの大規模な集積回路を製造することによって、歩留まりが
上がります。
大手調査機関によりますと、量産初期の歩留まりがワンチップ化では4％であ
るのに対し、チップレット化することで21％に向上すると試算しています。
チップレットの利用には、歩留まり向上効果以外にも、多様なメリットがあり
ます。
まず、異なる世代、異なるプロセス技術のチップレットを組み合わせた大規
模回路を、1つのパッケージに収めることが可能になります。
チップ上の全回路を回路特性に応じて分別し、チップレット化すれば、最も
適した製造技術で作ることができ、さらなる高性能化、多機能化、低コスト
化が実現する可能性が出てきます。
一方でチップレット間の配線が複雑になり、実装が難しくなり、電力消費や
発熱、ノイズ対策など、新たな課題が生じてきます。
また、チップレット間の高速大容量データ転送が必要不可欠で、インターポ
ーザの性能が重要になります。
インターポーザーの回路形成には、シリコン基板でも有機基板でも回路パタ
ーンが形成されたフォトマスクに光をあててパターンを転写する投影露光が
主に使われてきました。
投影露光は、露光方式の中で最も主流な方法で、微細加工に強みをもちます
が、有機基板の場合は、照射対象ごとに変形などでその表面の状態が異なる
ため、パターン転写が難しくなります。
投影露光は製作されたマスクでパターンを転写するため、基板の変形に合わ
せた補正をすることができません。
それに対して、ダイレクト露光（ＤＩ）はフォトマスクを使わず、回路パタ



ーンを描いたＣＡＤデータをＤＭＤを使用して基板に直接レーザーで転写す
るため、フォーカスずれの影響も少なくなります。
さらに、基板の形状をスキャンしながら加工するため、そのずれに合わせて
描画することが可能になり、ＤＩの課題であった微細加工も、現在は投影
露光に追いつきつつあります。
チップレット技術の研究開発は、世界中で活発化しており、最新の研究では
チップレット間の接続技術に着目し、データの転送速度や信頼性が飛躍的に
向上しています。
チップレット技術は半導体業界の新たな競争領域となり、チップレットの分
野で日本が強みを生かして活躍しつつあります。
当社ではＤＩ用の近紫外、多波長、高出力ファイバー光源の開発製造を行っ
ております。お問い合わせください。

「チップレット」の特徴と将来性を解説　（JFE商事エレクトロニクス）
https://semicon.jfe-shoji-ele.co.jp/articles/chiplet

新たな半導体技術として注目される「チップレット」とは　（株式会社テクノ
経営総合研究所）
https://www.tmng.co.jp/column/44297/

解像度1.0マイクロメートル（L/S※1）のデジタル露光装置を開発　（株式会
社ニコン）
https://www.jp.nikon.com/company/news/2024/1022_01.html

DI露光機（株式会社LE-TECHNOLOGY）
https://le-technology.co.jp/products/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　
                                                             （藤田Ｓ）   　　　　　　
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■関連製品情報■
　レーザー光源高出力
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弊社では、技術関連情報でご紹介した、で
お客様のご要望にお答えしております。
お困りの案件がございましたら是非お気軽にお問い合わせ下さい。

▼製品カタログダウンロード/お問い合わせはこちら▼
https://www.alt.co.jp/laser-light-source#ttl-navi11 #{TAG}
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■お知らせ■
　・『新技術創出交流会２０２４』のご来場御礼

　・『Photonix』光・レーザー技術展のご来場御礼
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『新技術創出交流会２０２４』『Photonix』光・レーザー技術展では、当社
のブースに多くの方々にお立寄りいただきました。
尚、混雑したブーズ内で十分にご説明・ご紹介ができないケースもあったか
と思われます。
ご質問、ご意見、デモ機貸し出し等ございましたらお気軽にお問い合わせく
ださい。
今後とも積極的にご提案をさせていただきますのでご愛顧の程お願いいたし
ます。


